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2．実　　験

［1］成膜方法
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［2］膜の導電性評価方法
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［3］マイグレーション耐性評価方法
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3．結果および考察

［1］膜の導電性
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図１　焼成温度と体積抵抗の関係
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［2］インクの保存安定性
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［3］マイグレーション耐性

ɹϚΠάϨʔγϣϯੑͷධՁ݁ՌΛ図５ʹࣔ͢ɻ

��� ͷಋ௨͕ͳؒۃిʹͰɺಔບɺۜບͱ·ؒ࣌

͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ��� Β͔ؒ࣌ ��ˆɺ࣪ ��ˋͱ

݅Λࠅʹͨ͠ͱ͜ΖͰɺۜບɺిؒۃͷઈԑບʹ

ۜΠΦϯ͕֦ͨͨ͠ࢄΊɺઈԑ͕߅Լ͠ɺγϣʔ

τͨ͠ɻҰํɺಔບʹมԽ͕ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔

ΒಔɺۜΑΓϚΠάϨʔγϣϯੑ͕͍͜ߴͱ͕࣮

ূ͞Εͨɻ

4．ま と め

ɹզʑɺಠࣗͷٕज़Λͱʹɺ���ˆҎԼͷԹͰɺ

͔͠ਫૉΛ༻ͤͣমͯۜ͠ͱಉͷಋిੑΛ

ΔಔΠϯΫΛ։ൃͨ͠ɻ͜ͷΠϯΫͷॾಛੑΛ͢ݱൃ

表１ʹࣔ͢ɻ

ɹ͜ͷΠϯΫʹՃ͑ɺ͞ΒʹԹʢ���ˆʣͰಋి

ੑΛൃ͢ݱΔΠϯΫ։ൃͨ͠ɻ

ɹޙࠓɺ͜ΕΒͷΠϯΫ͕ɺϓϦϯςουɾΤϨΫτ

ϩχΫεٕज़ͷൃలͱͱʹɺ෯͘༻͞ΕͯΏ͘

͜ͱΛظ͍ͯ͠Δɻ

参考文献

̍ʣܦΤϨΫτϩχΫεɺ����  � ݄ �� ߸ɺ��

ʢ����ʣɹ

̎ʣࣾஂ๏ਓΤϨΫτϩχΫεֶ࣮ձɺ࠷ઌ࣮

ٕज़γϯϙδϜ༧ूߘɺ��ʢ����ʣ

In
te
ns
ity
［
a.
u.
］

20 30 40 50 60 70 80
2θ［degree］

図２　焼成前後のXRDパターン
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図３　銅膜の断面SEM写真
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図４　インク保存日数と体積抵抗の関係
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図５　マイグレーション耐性評価

銅膜
（東ソー銅インク）

銀膜
（市販銀インク）

体積抵抗（窒素下焼成）
焼成温度
粘度
L／ S
インク安定性（大気中）

表１　インクの特性

8μΩ・cm
200℃
100Pa・s

50μm／ 50μm
≧7日（＠5℃）
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